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LeD(Light emitting Diode)는 전기에너지를 광에너지로 전환하는 반도

체 발광 소자를 말한다. 기존 조명용 발광체(백열등, 형광등)보다 선명한 

색을 나타낼 수 있으며, 수명이 길고 소비전력이 낮다는 장점이 있다. 일

반적으로 사용하는 LeD는 LeD칩, 리드프레임, 와이어, 형광체, 아웃패

키지, 렌즈로 구성되어 있는데, 조명에서 가장 많이 사용하는 백색 빛의 

LeD소자를 만들기 위해서는 제조가격이 저렴한 블루 칩(파란색을 방출

하는 칩)에 황색 형광체를 도포하는 것이 가장 일반적인 방법이다. 

하지만 열경화성 수지의 일종인 실리콘이 매우 연질이기 때문에 금형 

내에서 렌즈를 꺼낼 경우, 인서트 구조물(칩 실장+형광체 도포)에 불량

이나 금형 내에 성형품이 떨어지지 않는 현상이 빈번하게 발생했다. 기

존 패키지 공정에서 수작업으로 진행된 렌즈 부착 과정은 제조단가 상

승으로 이어지기도 했다. 

생기원 인천지역본부 금형기술연구실용화그룹에서는 칩이 들어있는 형

광체 도포층에 렌즈를 바로 결합시기는  LeD패키지공정 개발에 성공했

다. 광학특성에 영향을 주지 않는 스프레이 이형제를 반복적으로 금형 

내에 뿌려 공정을 안정화한 것이다. 덕분에 렌즈만 따로 성형하는 기존

의 기술과는 달리, 한번 성형에 48개의 렌즈를 동시에 성형할 수 있게 

되었다. 금형 내 실리콘이 유입될 때 발생하는 기포를 효과적으로 배출, 

컴퓨터 시뮬레이션을 통해 금형 내 최적 공기배출유로 구조 및 성형조

건을 도출하는 결과도 얻었다.

조명용 백색 lEd를 구현할

실리콘 광학구조물 일체형 몰딩기술 개발

연구책임자 윤길상 수석연구원

 금형기술연구실용화그룹

01 개발 목적

•  제조단가를 절감하고, 불량률을 개선 할 수 있는 렌즈 일체형 LeD  

 패키지 기술 개발

02 개발 내용

•  컴퓨터 시뮬레이션을 통해 금형 내부 공간인 캐비티(cavity) 위치 

 에 따른 금형온도 분포를 예측하고, 금형온도 편차가 최소화되는  

 열 공급장치 위치를 결정하여 사출금형제작 시 반영

•  금형과 진공배기장치를 연결한 진공성형공정을 활용해 수지에서  

 발생하는 기포 제거

03 기대 효과

•  생산단가의 30% 이상 절감, 생산량 2배 증가

•  LeD 패키지 제조기술의 근간 마련, 선진국과의 기술격차 감소

•  고출력 LeD tV, 모바일, 디스플레이, 조명기구 등 다양한 분야에 적용

좌  실리콘 렌즈 성형을 위해 개발된 ‘실리콘수지 전용 수직형 사출성형기’ 

우  LeD를 구성하는 리드 프레임


